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HEMORIA DESCRIPRIVA
de una Patente de Inveucion, a nombre
de PHOTOCIRCUITS CORPORATION, de na-
cionalidad norteamericana, domicilia-
da en Glen Cove, N.Y. (U.S.A.), por:
"PERFECCIONAEIENTCOS EN LA METATIZA~
CION DE SUSTRATOS AISLANTESY.

Este invento se refiere & técnicas para metalizar sus-
tratos alglantes en general y para la fabricacion de circuitos im-
presos en particular.

El objeto del presente invento es proporcionar bloques
aislantes nuevos y perfeccionados, cataliticos a la recepcidén de
metal no electrolitico y susceptibles de metalizarse directamente
obviando con ello la necesidad de inicizcién y/o sensibilizacidn.

Batd previsto en este invento el fabricar objetos meta-
lizedos fuertes y duraderos a partir de tales bloques sislantes
catali{ticos, as{ como fabricar planchas de circuitos impresos a

partir de tales bloques, inclufdas planchas de una, dos y capas
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miltiples, provistas o no de pasos conductores.

Hasta shora, en la fabricacidn de planchas de circuitos
impresos gque coumprenden pasos u orificios conductores a travéds de
paneles aislantes, ha sido habitual preparar y sensibilizzr les pa-
redes laterales que rodean los pasos w orificios poniendo en con-
tacto un sustrato perforado consecutivemente con soluciones acidi-
cas acuosas de iones de estaflio estannoso e lones de metal precio-~
so, como por ejemplo paladio, o con una sola solutidn dcidica
acuosg compresive de una mezcla de iones de estafio estannvso e
iones de metales preciosos, tales como iones de paladio.

Tales soluciones iniciadoras y sensibilizadores poseen

limitaciones importantes. Los plédsticos hidrofdébicos no pueden

“humectarse fécilmente con dichas soluciones y por consigniente la

sensibllizacion lograda con tales materiales es de ordinario menos
que satisfactoria. Cuando se utilizan estas soluciones acuosas
iniciadoras y sensibilizadoras para sensibilizar las paredes late-
reles de los orificios o pasos en paneles provistos de una chapa
metdlica sobre una o méds superficies respectivas, le adhesién en-
tre el chapado del orificio y la chapa superficial tiende a debi-
litarse. Esto obedece a que tales sistemas iniciadores y sensibili-
zadores fdan como resultado el depdsito de unza capa iniciadora so-
bre la chapa de superficie, incluidos los bordes respectivos que
circundan los orificios, Esta capé inicladora obstaculiza la adhe-
8idn entre los bordes de la chapa superficial que rodean los ori-
ficios y el metal no electrolitico depositado simultdneemente sobre
los bordes y sobre las paredes que rodean los orificios. Con fre-

cuencia es necesario sobreponer metal adicional sobre la chaps ad=-
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herida directamente al sustrato gor diversas razones. Asi, la cha-

"pa inicial puede no ser suficiente gruesa para el componente de cir-

cuito impreso deseado y por consiguiente es probable que haya que
efiedir metal adicional para engrosar el disefio. Asimismo, es fre-
cuentemente necesario sobreponer al revestimiento metdlico una capa
de un metal diferente a fin de impartir especiales caracteristicas
al circuito; la adhesidén entre el cobre y el metal posteriormente
sobrepuesto al mismo también tiende a debilitarse. También aguf la
debilidad es atribuible a la capa inicladora intermedia formada so-
bre el revestimiento metdlico por las soluciones iniciadoras sensi-
bilizadoras del tipo descrito.

Seglin se desprende de la descripcidén que sigue, el uso de
los blogues cataliticos y composiciones del presente invento elimi-
na la necesidad de tales soluciones iniciadoras y/o sensibilizado-
ras corriente y por consiguiente elimina el problema inherente al
uso de las mismas. Como factor muy importante, merece citarse que
el uso de los bloques cataliticos y composiciones de este invento
asegura una fuerte adhesidn entre la chapa laminada unide al blo-
que catalftico y el metal no electrolitico depositado sobre el blo-
que, o sea sobre los orificios que rodean las paredes, ya que no se
halle presente capa iniciadors intermedia alguna que obstaculice la
adhesidn. Bs también importante el hecho de que el uso de estos blo-
ques catal{ticos y composiciones conduce al logro de fuerzas cohesi-
vas uniformemente elevadas entre el propio sustrato aislante y el
depdsito de metal no electrolftico.-

Las composiciones del presente invento representan una
mejora con respecto a los sistemas iniciadores y/o sensibilizadores

eipleados hasta ghora, Son en extremo fdciles de preparar, responden
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répidamente al depdsito cuando son expuestas a badios dé'metal no
electrolitico; son adeptables a una amplis variedad de sustratos y
condiciones de tratamiento; y también muy econdmicas.

También es inmportante comsignar que las composiciones de
este invento utilizan relativamente pequefias cantidades de metales
cataliticos de los Grupos 1By 8 de la Tabla Periddica de Elementos
¥ permiten por ello el uso eficaz de tales metales en general, y de
los metales preciosos de estos grupos en particular.

Los sistemas iniciadores del presente invento, son también
no conductores en naturaleza, lo cual les hace en extremo dtiles pa-~
ra la fabricacidn de circuitos impresos mediante técnicas positiva
¥ negativa.

Lag composiciones cataliticas del presente invento compren-—

 den un metal seleccionado de los Grupos 1B u 8 de la Tabla Periddica

de Elementos, que es catalitico a la recepecidn de metal no electro-
1{tico. Los metales preferidos a partir de los grupos mencionados
son oro, plate, platino, paladio, rodio, estafio, cobre e iridio.

Segln el presente invento, se preparan composiciones ais-
lantes cataliticas a la recepcién de metal no electrolitico cambian-
do la base de ciertos materiales naturales y sintéticos que contie-
nen cationes reemplazables (por ejewplo cationes de metal alcalino
y alcalino~térreo, amonio y similares) por un metal catalitico a la
recepeidn de metal no electrolitico, y utilizando despuds el mate-
rial resultante de base cambiada como componente de la base aislan-
te que desez nmetallizarse.

Entre los muterizles cambiadores de hase cembigble que pue-
den usarse se encuentran los materiales orgdnicos e inorgdnicos co-

rrespondientes. Cuando se cambila la base de tales materiales con ca-
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tiones de los metales de Grupos 13 u 8, a tenor de las enseflanzas
aqui contenidas, se reemplazan los cationes reemplazables origina-
les por un catidn de un metal de los Grupos 1B u 8, haciendo con ello

al material resultante catal{tico a la recepcidn de metal no electro-

- 1{tico. Se comprenderd que tras el cambio de base, el catidn de un

netal de los Grupos 1B u 8 serd quimicamente absorbido por el material
caubiable, es decir, se unird al material cambiable en un sentido
quimico, distinto del fisico.

Los materiales cambiadores de base inorgdnicos caracteris—
ticos son los minerales de arcilla apropiados tales como montmorilo-
nita, o sea, sodio, potasio, calclo, amonio y otras arcillas de ben-
tonita; hectorite; saponita, atapulgita, iliita; vermiculite y ceo~-
litas. Zstos minerales, caracterizados por un retficulo de cristal de-
sequilibrado, poseen cargas negativas que normalmente son neutraliza-
das por cationes inorginicos, por lo general de metales alcalinos,
alcalinotérreos, o amonio.

Las capacidades de cambio de base de los diversos minerales
de arcilla oscilen aproximadanente de 15 a 150, basado en wiliequiva—-
lentes de base cambiable por 100 gramos de arcilla. Los minerales de
montmorilonita y vermiculita posecen altas capacidades de cambio de
base, por ejemplo 80-100 y 10C~150, respectivauente. La atapulgita
posee una capacidad de cawbio de base comparativamente alta, por ejem—
plo 20~30. Por lo general, los minerales de arcille que poseen capa-
cidad de cambio de base de al menos 15 resultan dtiles en la pricti-
ce del presente invento. '

Utiles tembién para uso en la prdetice de este invento son
los aluminosilicatos metélicos cristalinos sintéticos y naturales, de-

norinaedos a veces tamices moleculares o ceolitzs cristalines.
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Los eluminosilicatos metdlicos cristalinos se hallen smplie-
mente dispersos por natursleze en cantidades relativamente pequeiias.
Se han prepcrado formas sintéticas de los minerales naturales, asi
como mubhas especies sin contrapartide naetural conocida. Una carac-
teristica importente de los alumincsilicatos metdlicos crisféiinos
es su capacidad de soportar l= deshidratscidn con poco o ningﬁn can—
bio en la estructura cristelina. Les cristales deshidratados: son dis-
puéstos a modo de panal -con cavidades regzularmente espaciadas unides
entre s{ por censles de dimensiones moleculzres que ofrecen uns an-
pliz afea superficizl para la adsorcién de moléculas fordneas.

La férmuls bdsica para todas las ceolitas cristslines pue~

de representarse como sigue:

ﬂz/hO:A1203:xSiGZ:yH20

en la cual M represents al menos un catidn reemplazable que equili-
bra la electrovalencis de los tetraedros, n representa la valencia
del catidn, x los moles de 8102 e ¥ los moles de agua. En general,
une ceolite cristalina particular poseerd valores para X € ¥ que
enmarquen en limites definidos. Por ejemplo, tres de las variedades
sintéticas del aluminosilicato de metel cristelino se designan como
tipo A, tipo X y tipo Y. Para el tipo A, el velor de X es aproxima-
demente 2,0; para el tipo X, el valor x es entre 2 y 3, de ordina-
rio aproximadamente 2,5; y para el tipo Y, el valor de x es mayor ds
3. Cuando estén totalmente deshidratados, el valor de y es cero.

La estructura de cristal de los tamices moleculares o
aluminosilicatos metdlicos cristalinos consistg bédsicamente en una
egtructura tridimensional de 3104 N AlO4 tetraedros. Los tetraedros

se hallen enlazados en cadenss paralelas por la parte de dtomos de
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N
oxigeno, de tal modo que la proporcion de 4dtomos de oxigeno al total
de los dtomos de sflice y aluminio es igual a dos. La electrovalen-
ciz del eluminic contentivo de tetraedros se equilibra por la inclu-
sidn de cationes en el cristal. Un catidn puede cambiarse por otros
nediznte las técnicas corrientes de truegue de iones. El tamafic del
idn y su posicidn en el retfculo determinan el didmetro efectivo del
poro en una especie de cristal determinada. Particularmente iddneos
para ser aqui usados son los aluminosilicatos metdlicos crissalinos -
finamente divididos gque poseen una estructura de redes rigidas tri-
dimensionelew ceracterizadas por un sistema de cavidades con orifi-
cios de poro intercomunicantes que poseen un didmetro minime de 3 a
15 Angstroms, estando las cavidades conectadas entre si en tres di-
mensiones por medio de dichos orificios.

La influencisz de los diversos cationes sobre el tamalio de
poro efectivo del tamiz molecwlar tipo A se muestra en los didmetros
de poro efectivos del ién de potasic, E*, idn de sodio, Na*, e idn
de calcio, Ca*t, que son aproximsdamente 3, 4 y 5 Angstroms, (A)g
respectlivamente.

El hdbito de cristal del temiz molecular tipo X es similar
al del diamente en el cual se reemplazan los 4tomos de carbono por
poliedros sflicealimine, Con iones de metal alcalino presentes en
la estructura, el didmetro de poro efectivo es de 9-11 unidades
Angtron (A). Con los cationes alecalino-terrecs presente, el didmetro
efectivo es de 8«9 unidades Angstrom (A).

Hallados en la naturaleze o producidos sintéticamente, los
eluninosilicatos de metal cristalino contienen un metal alcalino o
elcelino-térreo cambiable. Sobre cambic de base con un ién de un

metal de Grupo 1B u 8, el metal alcalino o alcalino-térreo del alumi-
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nosilicato cristalino es reewplazado en su totalidad o en parte por
el catién de metal del Grupo 1B u 8. El metel del Grupo 1B u 8, segin
se ha indicado anteriormente, es quimicamente absorbido por el slumi-

nosilicato cristelino y es responsable de la propiedad catalitica de

*
-

éste a la récepcién del metal no electrolitico. Y';

Una emplia variedad de resinas orgénicas trocadoras‘&é ca-
tiones puede tambien usarse en la prdctica de este invento, Esidn
formadas de redes orgénices tridimensionales, incluidos grupos carga-
dos o potencialmente cargados que son neutralizados por los iomes né-
biles de carga opuesta. La libertad para que estos iones mébiies, 0
contra-iones, se muevan adentro y fuera de la resina es proporéionada
por agus de la cual se embebe la resina ¢bor inmersidn en una solu-
cidén acuosa. El agua abre la estructure resinosa, permitiendo lz difu-
sidn de iones dentro y fuera de la fase de agua de resina (gel) du~
rante el cambio de iones.

Pueden prepararse resinas sintéticas cambiadoras de iones
haciendo reaccionar fenoles polihidricos con formesldenido, proporcio—
nando los grupos fendlicos levemente acidicos propiedades de cambib
de cationes al producto, Pueden prepararse resinas cembiadoress de ca-
tiones contentivas de grupos de dcido swlfdénico extremedamente aci-
dicos mediante la condensacion de fenoles y formaldehidos en presen-
cia de sulfito sddico.

Lgs resinas cambiadoras de cetiones preferidas se preparan
formando primero un polimero de una.resina inorgénica, e incorporan-
do a continuacidn un grupo idnico funcional. Por ejemplo, la polime-
rizacidn de estireno produce cadenas de poliestireno lineales. Estas
se mantienen unidas (enlace de cadenas paralelas) por divinil benceno

para producir una estructura reticuler. A continuacidn se unen grupos
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de dcido sulfirico a este reticulo mediante sulfonacién con 4eido
sulfirico concentrado. Pueden unirse aminas cuaternarias a la misms
matriz mediante un tratamiento andlogo (clorometilacidn del copoli-
mero seguida de reaccidn con una amina terciaria.)

Tales resinas de cambio de base, achualmente con mﬁcho lag
més populares, se ofrecen comercialmente en diversos tamefios de esfé-
rula (grado de oriba) y con diferente porosidad o enlace de cadenas
paralelas (porcentaje de divinilbenceno). Bl grado de enlace de cade-
nas paralelas controla sus propiedades de dilatacidn. Las resinas de
bajo enlace de cadenas paralelas se dilatan muchas veces su volumen
seco en soluciones acuosas, en tanto que las resinas de alto enlace
en cadenas paralelas muestran poco cambio de volumen. o

Las preferidas resinas de cambio de cationes paré aso en
este invento son las sintéticas que contienen una unidad funcional
seleccioneda del grupo consistente en grupos sulfénico, fosfénico,
carboxilico, fenblico y amino sustituidos.

Al preparar las particulas cataliticas de este invento,
puede ponerse en contacto el material inicial de base cambiable con
un medio fldido, con preferencia acuoso, que contenga uﬁ compuesto
de un metal del Grupo 1B u 8. ILa concentracidn del catidn reemplaza-
do en el medio de trueque fldido puede veriar dentro de amplios limi-
tes. Con preferencia, el compuesto del metal de Grupo 1B m 8 estard
presente en exceso, basado en la capadidad de cambio de catidn del
material cambiable de base.

Al llevar a cabo el tratamiento con el medio cambio fldido,
el procedimiento empleado comprende el poner en contactc el material
canbiable de base con el medio fluido deseado hasta que los cationes

reemplazeables asociados con los meteriales cambiables de base son
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sensiblemente retirados. Las temperaturas elevadas tienen a sumen-
tar la velocidad de tratamiento en tanto que la duracién correspon-
diente varia inversamente con la concentracidn de iomes en el medio
fldido. En general, las temperaturas empleadas oscilan desde bajo
temperatura ambiente -aproximadamente 248C. hasta temperatufas infe-
riores o las de descomposicién del material cambiable de basc. Tres
el tratamiento fldiido, puede laverse con agus el meterial cembishle
de base tratado, con preferencie destilado o desionizada.

El verdadero procedimiento empleado pars llevar a cabo el
tratamiento fldido puede efectuarse con un métido sl volumen (de
una sola o miltiples fases) o continuo bejo presidn atmosférica,
sub-atmosférica o superatmosférica. Puede hacerse pasar lentemente
una solucidn de los iones que han de introducirse en forme de solu-
cidn acuosa o no acuosa a través de un lecho fijo del material cem—
bigble de base.

Puede emplearse une awmplia variedad de compuestos de los
metales de Grupo 1B u 8 como fuente de iones de reemplazamiento.
Los compuestos metdlico operables ineluyen por lo general aquellos
gue son suficientemente solubles en el medio flﬁidonempleado para
proporcionar la necesaria transferencia idnica. Por lo regular se
empleardn sales metdlicas tales como clorurocs, nitratos y sulfatos.

A1 febricar las composicones cataliticas, pueden utilizar-
Sse una variedad de téenices. Asi, las particulas catalftices podrian
dispersarse en una resina orgdnica y usar ls resina resultante para
impregnar lamingdos, tales como papel, madera, fibre de vidrio, fi~-
bras de poliéster y otros laminados porosos. Los materiales de base,
por ejemplo, podrian sumergirse en una resine contentive de los sé-

lidos catalfticos o bien tal resina podria pulverizarse sobre el
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material de base, tras lo cuazl podria secarse éste en un horno hasta
haberse evaporado el disolvente dejando un laminado del tipo descri-
to impregnado con lag particulas catalfticas. Si se desea, los la—

minedos podrian unirse entre s{ foruendo una base del grueso deseado.

Asimismo, los sdlidos catalfticos podrian dispersarsé en
un material resinoso, que a su vez podrias forjarse en el interior
de una base del temafio deseado, por ejemplo mediante moldeo.

Otra alternztiva podrfa consistir en formar o moldear pre-
viemente finas pelfculas o bandas de resine no polimerizade que du~
viers dispersos en la misma los sélidosg cetaliticos, y a continua-
cibn leminar entre gi une pluralidad de las bandes para forwar una
base aislante catalitica del grueso deseado.

Usando log sdélidos cataliticos descritos, se apreciard
que el interior de la base alslante puede hacerse totalmente cata-
1{tica, de tal modo que, cuando se forman en la misma orificios o
aberturas, las peredes respectivas serdn sensibles a la recepcidn
de metal no electrolitico. La superficie de tal base aislante cata-
1ftica puede o no ser catalitica, segin la forma en que esté hecha
la concentracion de rellenador, catalitico, y similar. La superficie
podria hacerse catal{tica por medios meecdnicos, como suave abrasiln,

por ejemplo mediante inyeccidn de arens, o por medios quimicos, ta-

les como tratamiento con disolventes quimicos, corrosivos, solucio-

nes de laminado, etc. Un tretemiento quinico preferido para hacer
la superficie catalftica es tratarla con dcidos, con preferencia
4dcidos oxidantes, por ejemplo sulfdrico, nitrico, crdmico y simila-
res. Asimismo, la superficie o superfipies expuestas de las bases
catal{ticas podrian hacerse catal{ticas revistiéndolas con una del-

gada pelfcula de un adhesivo o tinta que tuviera dispersos en la mis-
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me. los rellenadores cataliticos aqul descritos.

Los sdlidos cataliticos del tipo descrito bambién podrian
incorporarse a la resina durante su fabricacidn, por ejemplo en for-
me. de polvo de moldeo. Este podfia luego ser extrusionade o de otro

modo trabajado para formar un articulo pldstico que seris catallti-

¢ a
.« u

COs R .

.

Le base aislante catalftica no precise ser orgénica. Asi
pues, podria hacerse de materiales aislantes inorgdnicos, como por
ejemplo arcillas y minerales inorgdnicos tales como cerdmica, ferri-
ta, carborundo, vidrio, miéa forrada de vidrio, esteatita y simila-
res. Aqui, el agente catalitico serfa del tipo inmorgdnico descrito
anteriormente, y se afiadiria s las arcillas orgdnicas o minerales
antes del cocido.

El término “"catalitico" aqui usado se refiere 2 un agen—

te o material que es catalitico a la reduccidn de los cationes me-

tdlicos disueltos en las soluciones de metal no electrolitico del
tipo que serd descrito mds adelante. La cantidad de agente catali-
tico usado en lag bases y resinas adhesivas descritas variard seghn
el agente y la forme en la cual se use desde aproximadamente 0,001
a 80%, de ordinario entre aproximadamente 0,1 a 50%, basado en el
peso combinado del material de base o resina adhesivae y catalizador.
Entre los materiales orgénicos que pueden ugsrse pare Lor-
mar las bases aislantes cataliticas y adhesivos aquf desoritos pﬁe-
den mencionarse las resinas termoestables, resinas termopldsticas
y mezclas de las mismas.
Para la fabricacidn de circuitos impresos, el adhesivo
comprenderd de ordinario una resine adhesiva flexible, sola o en

combinacidn con resinas termoestables del tipo descrito. Como carasc—
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yeristicas de las resinas adhesivas flexibles que pueden usarse en
t2l sistena puedeh mencionarse resines epoxi adhesivas flexible, re-~
gines de acetal polivinilo, alcohol polivinilico, acetato polivini-
lico, y similares. Preferidos pars uso como resina adhesiva son cau—
cho natural y sintético, tal como caucho clorado, copolimercs de
polietileno butadieno acrilonitrilo clorosulfonados, y polimeros y
copolimeros acrilicos.

Las resinas adhegivas del $ipo descrito poseen afiadidos a
las mismas grupos polares, tales como nitrilo, epdxido, acetal e
hidrdxido. Tales resinas adhesivas copolimerizan con y plastiiican
cualesquera resinas termoestables gque puedan hallarse presentes en
el sistema, y solas o en combinscidn con resines termoestables iae
parten buenas caracteristicas adhesivas mediante la accién de los
Zrupos polares.

Los adnesivos cataliticos comprenderdn una resina adhesiva
del tipo descrito gue posea disuelto/s o disperso/s en la misma uno
o mas agentes catalfticos del tipo descrito anteriormente.

Utilizando bafios de metal no electrolitico, pueden ex-—
tenderse peliculas metdlicas conductoras muy finas. De ordinario,
las peliculas metdlicas sobrepuestas medisnte depdsito de metal no
elscirolitico oscilardn desde C,1 a 7 mili-pulgedas de espesor, con
pelfculas metdlicas de un espesor adn menocs de 0,1 mili-pulzada como
distinte posibilidad.

Loz siguientes ejemplos ilustran la manera en la cual pue-
den producirse las composiciones cataliticamente activas de este in-

vento.
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EBJEEPTO 1

Se cambio repetidas veces la base de un tauiz molescular,
tipo 4A, con una solucidn acuosa de cloruro de plata hasta que el
caibio de bzse fue sensiblemente completo, evidenciado por una re-
puisa del tawmiz a tomer ninguna cantidad adicional de plata. Tras
el cambio de base, el tawmiz fué completamente lavado con agua'y se-
cado a une temperaturs aproximeda de 2002C. El tamiz cambiedo por

plata 4A fué . incorporado a una resins de polidster de la Féruula

siguiénte:
Resina poliéster (Laminac 4123) 20 zralos
Perdxido de benzoilo 0,6 *
Caolin (ASP 405) 10 "
Dimetil anilina 1 zota

Teniz moleculer tipo 4A ca.biado

de base con plata 0,05 gramos

Se fabricd una pieza vaciada, en la cusl se perforaron
orificios, tras de lo cual fué sumergide en la solucidén de cobre

no electrolitico siguiente:

Sulfato de cobre 0,06 wol/litro
EDTA _ 0,12 "
Pormaldehido 0,06

Cienuro sddico 0,5 wilinol/litro
Vapor pH (a. ustado con NaOH) 12

Temperatura 572

Agente humectante 1 zramo/litro
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Despuds de 60 minutos, el cobre se depositd sobre lag pa-
redes que rodeaban los orificios horadados en la pileza vaciada.

Cusndo se aumentd la cantidad de rellenador catalitico,
se redujo el.tiempo necesario pare la iniciscidn del chapado de co-

bre en la forms siguiente:

. . 4A L : ,
Centidad resina cambio base Tiempo paras cubrir paredes
clorurc de plata circundantes orificios con

cobre no electrolitico.,

Cy5 zr. 30 minutos

1,0 " 15 1

2,5 " 5-10 "
LJEMPLO 2

Veinte (20) gramos de una resina de cambio de iones,

Ambetriite IR-120 fue cambiada con una solucidn acuosa que contenia
8,5 gramos de nitrato de plate hasta que el cambio de base fue sen-
giblemente complets, evidenciado por una repulsa de'la resina a ad-
mitir ningune cantidad adicional de plata. La regina, tras el cam-
bio de base, fué secada y triturada. La Auberlite IR-120 es una re=—
sina cambiadora de cationes tipo dcido sulfdnico, de alta capacidad,
con base de poliestireno, fuertemente acidica. A continuacidn se

preparé la pieza vaciada siguiente:

Resina poliéster (Taminac 4128) 20 grauos
Perdxido de benzoilo 0,5 "
Caolin (ASP 405) 9 "
Awberlite IR-120 cambiada con pluta 1 "
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Las paredes de los orificios practicados en la pieza va-
ciada resultante recibieron un depdsito de cobre no electrolitico
cuando fud sumergids la piezas en una solucidn de depdsito de cobre
no electrolitico descrita en el Bjewplo 1, indicando con ello que

el vaciado era catelfticamente activo.

EJEPLO 3

Se repitid el Ejemplo 2 con la excepcidn de que la resi~
na de cambio de iones usada fue Auberlite IRA-400, que fué>cambiada
pon una golucidn de cloruro de paladio en lugar de nitrato ﬁé pla-
ta. La Amberlite IRA-400 es una resina cambiadora de cationes tipo
amina cuaternaria, con base de poliestireno, fuertemente bisica.

Se incorpord la Amberlite cambiada con palsdic a una come—
posicidn de resina de poliestireno que tenia la férmula descrita en
el Ejemplo 2, y se prepararon piezas vaciadas a partir de la misna.

La cantidad de Amberlite cambiada con paladio en la for-
mulacidn de vaciedo ers de 1 gramo. Se practicaron orificios en 1s
pieza fundida resultante y se sumergid ésta én una soludidn de depd-
sito de cobre no electrolitico del tipo descrito en el Ejemplo 1.
Las paredes de los orificios recibieron un depdsito de cobre en
menos de 1/2 hora.

Los agentes catali{ticos aqui descritos pueden usarse de
diversas formas, segin ya se ha indicado. Por ejemplo, podrian dis-
persarse a.través . de un material aislante para hacer catal{ticos su
interior y su superficie. Asi, si se practicaran orificios en los
sustratos resultantes, el metal no electrolitico se depositaria sobre
las paredes circundantes respectivas, ya que todo el interior del

sustrato, asi como la superficie, serian cataliticos.
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‘ Los agentes cataliticos podrian taubién incorporarse &

una coumposicidn iddénea para ser usada como tinta pare pintar las
zonas de la superficie en las cuales hibiera de depositarse el me-
tal no electrolitico.

Las bases aislantes sobre las cuales ha de depositarse
el metal no electrolitico estén formadas en la mayorfa de los ca-
sos por material resinoso. Cuando es este el caso, los agentes.ca—
talf{ticos aqui descritos podrian dispersarse em una resina trus lo
cual podria fraguarse ésta pare foruar la base. Asimismo, podria
moldearse o formarse previamente una fina pelicula o banda de re-
sina no polimerizada con los sdlidos cataliticos de este invento
dispersos en la misma, y laminerse después a una base aislante re~
sinosa y curarse sobre la misma. En esta forma de reelizacidn, la
base aislante podria por ejemplo ester hecha de laminados, por ejen—
plo hojas de papel impregnadas de resina, ldminas de fibrs de vi-
drio impregnadas de resina, y similares. .

Ln osra forma de realizacidn, una tinte resinoss que tu-
viera el agente catalitico disperso en la misma podria imprimirse
sobre la superficie, por ejemplo mediante impresidn con pantalla
de seda, de un soporte aislante y curarse sobre la nisma.

Una forma de realizacidn particularuente importante del
invento es aguella en la cual se dispersan los sdlidos catalitice-
mente activos en una resina que a su vez puede formarse en un obje-
to tridimensional, mediante moldeo. En esta forme de realizacidn,
toda la composicidén, iheluyendo el interior, es catalitica. Cuando
ge somete tal articulo, contentivo de aberturas que se extienden
por debajo de la superficie respectiva, a una solucidn de depbsito

de metal no electrolitico, el metal se deposita no solamente sobre
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las partes expuestas de la superficie del articulo, sino también so-
bre las peredes que rodean las aberturzs. Esta forme de resligacidn
es egpecialmente apropiads para fabricar disefios de circuitos impre=-
sos con orificios traspasantes chapados, es decir, orificiocs con pa-
redes circundantes chapadas con metal para formar conexiones comple-
tas entre uns superficie que sustenta un disefio de circuito iupreso
¥ el interior del sustrato gue sustenta el disefio correspondiente.
Asimismo, al fabricer circuitos impresos a partir de la estructura
moldeads del invento, podrian perforarse orificios intercomunicantes
en el interior del articulo cataliticamente activo, y luego scneter
a éste a un depdsito de metal no electrolitico, com el fin de depo-
sitar metal sobre las paredes que rodean los orificios. Tras el de-
pdsito de metal no electrolitico, los orificios intercomunicantes,
ahora metalizados, forman un disefio conductor que puede iimitarse a
la parte interior del articulo.

Usando los agentes cataliticos del presente invento, pue-
den formarse circuitos impresos euwpleando técnicas de impresidn direc-
ta o inversa, ya que los agentes no son conductores.

En resumen, los agentes cataliticos de este invento podrian
ugarse como aditivos con el fin de hacer las capas protectoras foto-
gréficas sensibles al dendsito de metal no electrolitico; como im~
pregnante pars composlciones resinosas que hays que metaligar; como
impregnantes bara pldsticos porosos que haya que metzlizar; como im-
pregnantes para cerdmicas o arcillas que hays que metalizar, etc.

Siguiendo las enseflanzas aqui contenidas, puede disponer-
se un bloque pare la fabricacidn de circuitos impresos que comprenda
un materiazl de base aislante que posee dispersos los agentes catali-

ticos equi descritos. En una forma de realizaciln preferida, se sobre-
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pone uns fina pelfcula metdlica sobre una o mas superficies de le ba-
se y se adhieren a la misma. Los blogues del tipo descrito podrian
usgrse para preparar planchas de circuitos iupresos de uns, 40s o
miltiples capas con o sin orificios traspasantes chapados.

En la fig. 1 se representa un blogue que comprende, en su
forma mds simple, una base sislante 10 que posee distribuido en la
misua un agente del tipo descritc gue es catalftico a la recepcidn
de metal no electrolftico a partir de una solucidn de depdsito de
metal no electrolitico., LEn adelante, siempre que se emplee el tér-
wino “eatalitico", hard referencia a agentes cataliticos del tipo
deserito anteriofmente.

Fl agente catalitico 12 puede dispersarse por todu la ba-
se 10 para hacerla catalftica & la recepcidn de metal no stectroli-
tico. Superpuesta sobre le base 1C, y adherida a la misme se encuen-
tra una fina pelicula metdlica o laminado unitaria e integral 14
gque cuuvre con preferencia y ec sensiblemente contérmina con, es de-
cir, posee los mismos limites que, la superficie de la base 1C.

De ordinario, 1a‘pelicula metdlice tendrd un espevor
aproximado entre 0,00 micras .y 1C5 micras. bn una forma de realiza-
cidn preferida, le peliculs metdlice 14 es de cobre.

Cusndo se¢ sobrepone la pelicula metdlica 14 sobre la ba-
ge 10 mediente téenicem ordinariss de revestimiento metdlico, es de-
cir, preformando une fina chapa de metal, y lamindndole & la base,
la chapo 14 poseerd un especor, por ejeuplo, de 17 wicras. Por otrs
perte, si la pelicule metdlica se produce por depdsito de vapor o
rediante la téenica de depdsito quimico de metal no electrolititio
aqui descrita, puede tener un srueso de 0,C5 nmicrasg.

De acuerdo con unz forma de reslizacidn preferida del
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presente invento, la pelicula 14 se procuce mediznte depdsito de
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metal no electrolitico, y posee un espesor aproximade euntre &,0
3G micras,lcon preferencia entre C,1 y 10 micras aproxiuadawente.

Las peliculas poseen la propiedad de ser ripidamente gra-
bedas al dcido, seglin se expone anteriormente.

En la fig. 2, se representa una e&tructurd del blogue que
comprende un elemento aislante 10 que contiene un agente catalitico
12. Adheridas s awbasg superficies de la base se encuentren fings pe-
1fculas metdiicas unitaries 14.

Las figs. 3 ¥y 4 ilustren estructuras modificadas del hlo-
que representado en las figs. 1 7 2.

Cusndo se usan clertus forucs de agente catelitics, por
ejemplo particulas sdlides, para preparar la hege catalifica G, las
capas superficisles de la base 10 tienen tendencia o ser ricas en
resina y pobres en catalizador. Couwo comsecuenciz, y segin la forma
en que esté fabricada la base 1C, ocurre = veces que la superficie
de la base es no catalitica, adin cusndo lo ses en elevado grado el
interior de le misme 10. Bste situacidn se remedia revistiendo una
o aibas superficies de la base 10 con un adhesivo catelitico 18, se-
gln se muestra en las figs. 3 y 4. Asimismo, tales superficies po-
drfen hacerse cataliticamente actives mediaente un tratamiento con
deidos. Especialmente iddneos son los dcidos oxidantes, somo sulfd-
rico, nitrico y crdmico, incluidas mezclas de los mismos. El trate-
miento con tales dcidos no solamente hace la superficie catalftica—
mente activa, sino que sirve tawbién con frecuencisz para mejorar con-
siderzablemente el enlace entre la superficie y el metal no electro

1{tico depositado sobre la misma.

La fig. 5 ilustra les fazses a segulr en ls febricacidn de
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partir del blogue representado en la fig. 1.

Ta fig., 54 ilustra el blogue de partida que couwprende uns
base catelitica 10 con unz pelicula metdlica delgada 14 adheride a
la superficie superior. La fina pelicula metdlica puede, si GLien
no es preceptivo, ser contérmina con diche superficie superior.

En la fig. 5B, unc méscara o capa de resine negativa 20
ha sido impresa sobre la chepa de metal 14 dejando expuesto un di-
gsefio positive del circuito impreso deseado. In C, fig. 5, e ha dis-
puesto un orificio 22 punzonando u horadardo por completo la chapa
14 y la base 10, en un punto de interconexidn del circuitc desea~
do. A continuacidn se sumergen el blogue que aperece en la fig. 5C
en un bhafio de chapado de metal no electrolfitico del tipo aqui des-
crito a fin de depositar metal 26 sobre la pared 30 del orificio
22. Se deposits metsl adicional 26 sobre la superficie de la peli-
cule metédlica 14 no cubierta por la médscara o capa 20. Si se desea,
puede acoplarse un electrodo a la plancha ftras haber forwado la pa-
red 24 mediante depdsito no electrolitico y el disefio de circuito
vy paredes de los orificios mediante depdsito de metal electrolitico
corriente. Tras formar el circuito del espesor deseado, medlante
depdsito no electrolitice o electrolitico, se trata el blowue con
un disclvente apropiado con el fin de eliminar le capas 20, EL blo-
que, una vez eliminada la capa 20, se represente en le fig. Si.
#inalmente, se somete el panel & una solucidn corrosive, por ejem-
plo cloruro férrico, persulfato amdnico y siwilar, cuando la peli-
cule metdlica 14 es de cobre, para de este modo extreer la fina pe-
1fculs de cobre 34 que estabe iniclalmente cubierta por la cepa 20.

Cbsérvese que si lo pelfcula metdlica 14 es delgada, por ejeuplo
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menor de 5 micres, no habrd necesidad de cubrir el disefic de circuito
26 o el chapado 24 de las paredes de los orificios 30 durente le fase
de grabado al dcido, toda vez que la peliculs de metal 14 es tan mxtre-
madamente delgade en comparacidn con el disefio de circuito 26 que se-
rd eliminads ented de que se produzca ningun ataque quimico impcrtan-
te del cirouito 26 o pared chapada 24, Por supuesto, si la peifsula
metdlica inicial es gruesa, el circuito 26 y la pared 30 habrin de

ger subiertas antes de proceder a la operzcidn de grabado al 'dzsido.

El procedimiento descrito anteriormente e ilustradc en la
fig. 5 puede tambien usarse para preparar una plancha de cirecuitos
impresos con orificios traspzsantes chapados de dos lados del +tipo
representado en la fig. 6, comenzando con un blogue del tipo repre-
sentado en la fig. 2. Segin se muestra en la fig. 6, la plancha de
¢irculitos comprende una base catalitiéa 10 que posee diselios de cir-
cuito 52 y 54 sobrepuestos sobre las superficies inferior y superior,
respectivamente. Se disponen conexiones traspasantes entre los dise-
fios .de circuitos por medio del orificio 22, cuya pared lateral estd
revestide con metal 24.

La plancha de orificics trespasantes chapados de un solo la-
do de la fig. 8, se prepara splicando la técnica ilustrada en la fiz.
5 y descrite anteriormente con respecto al bloque de lg fig. 3.

Del mismo modo, le planche de orificios traspasantes chape-
dos representade en la fig. 7 se prepara aplicando el procedimiento
de la fig. 5 al bloque representado en la fig. 4. &n la fig. 7 , los
circuitos 52 y 54 de las superficies inferior y superior, respectiva~
mente, de la bese catalitica 10 se hallan conectados por medio del
orificio traspasante chapado 22 cuyas paredes laterales estdén reves-

tidas con metal no electrolitico 24.
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In las figs. 9, 9A y 9B se representan procedimientos para
producir planchas de circuitos de capas miltiples a partir de los
blosues del presente invento. En la fig. 9 se muestra une forme de
realizacidn del invento en la cual un blogue 500 que consiste en una
base asislante catalitica 100 que posee un diseiio de cireuito inpreso
104 sobre una superficie es laminado a un blogue 600 que estd ccmpues-—
to Unicamente por una base de resina catalitica 106. Despuds de la la~
minacidn, puede formarse Qirectamente un disefio de circuito 103
(fig. 94) sobre la superficie de la base catalitica 106 imprimiendo
un disefio negativo del circulto con uha méscara o capa resinosa no
catalitica y sometiendo despuds toda la plancha a un depdsito de me-
tal no electrolitico. Si se deseara, podrian disponerse orificios 110

n puntos de interconexidn del circuito antes de someter la estructu-~
ra laminada al depdsito no electrolitico, para de este modo simultd-
neanente former un disefio sobre la superficie de la base catalitica
106 y chapar las paredes laterales 112 de losg orificios 110. La plan-
cha de circuitos resultanté tendria el aspecto que se muestra en la
fig. 9A. Tanbién podria formerse un disefio de circuito 109 sobre la
superficie inferior 101 de la base catalitica 100 simultdneamente con
el diseflo de circuito 108, para formar una plancha que tendria el as-
pecto de la representada en la fig. 93.

Segin se ha puesto anteriormente de manifiesto, sucede con
frecuencia que las bases cataliticas aqui descritas couprenden super-
ficies ricas en resina que no son cataliticas o escasamente cataliti-
cas a la recepcidn de metal no electrolftico, Para remediar esta si-
tuacidn u obtener una mayor adhesidn del metal no electrolitico a la
base, las planchas de capzs miltiples representadas en las figs. 104

v 10B se preparan a partir de los componentes representados en la fig.
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10. Partiendo de un blogue 501 del tipo representado en la fig, 10,
se forma un disefio de circuito 104 medizsnte una técnica de impresidn
y grabedo al dcido sobre el adhesivo catalitico 18 gue a su vez ge
adhiere a una base catalitica 100. A continuacibn, se sobrepone un
bloque 502 que comprende una base catalitica 106 revestida en amﬁas
superficies con capas adnesivas cataliticas 18 sobre el-disefic de cir-
culto 104. Se forma entonces un diseiio de circuito deseable 150 {fig.
10A) sobre la capa exterior del adhesivo catalitico 18 usando la téc-
nica de depdsito de metal no electrolitico aditivo descrita anierior-
mente en relacién con las figs. 9, 94 y 93. También aqui, los orifi-
cios 110 que definen conexiones traspasantes podrisn disponersec en la
estructura laminada antes de someter el laminado a depdsito de metal
no eleotrolitiéo para ‘simultdneamente formar un disefio de cirecuwito 150
sobre tinta catalitica 18 y chapar las paredes 112 de los orificios.
Un ejemplo ceracteristico de una plancha de circuitos de capas milti-
pleslresultante formade de este modo se representa en la fig. 104. Se-
gin puede ohservarse por la fig. 10A, los diselios de circultos impre-
sos 104 y 150 se adhieren a elementos de base cataliticos 100 y 106,
respectivamente, mediante el adhesivo catalitico 18. Todo el conjunto
se mentiene tembién unido con tinta de resina adhesiva catelitica 18.
Los orificios 110 chapados con metal 112 proporcionan conexiones tras-—
pasantes entre los circuitos 150 y 104. Se apreciard que el uso de las
capas de tinta catalitica 18 en la egtructura de capas miltiples de
las figs. 10 y 1OA asegura contra una discontinuidad en la pared la-
teral 112 del orificio traspasante chepado 110 contiguo al punto en
el cual las capas sepzradas del circuito se unen a sus bases respec=-
tivas. Si se deseara, podria teubidn formerse un disefic de circuito

151 sobre la superficie 101 de la base catalitica 100 simultdneaumente
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con el diseflo de circuito 150 para formar una plancha de capas mil-
tiples que ofreceris el aspecto de la representads en la fig. 10B.
En esta forus de realizacidn, se utilizard con preferencia una capa
adicional de tinta catalitica 18 para revestir la superficie 101 an-
tes de producir el circuito 151 mediante la téenica de depdsito de
metal no electrolitico adhesiva descrite anteriormente.

Conviene hacer obgervar que en las estructuras de capas
miltiples representadas en las figs. 94, 9B, 104 y 10B, todcs los
disefios de circuitos podrian formarse medisnte la técnica de a2diti-
vo aqui descrita. De foruws similar, segin ya se ha indicado, todos
los disefios de circuitos de tales esfructuras podrian formarse me-
diante la técnica de impresidn y grabado al deido.

A veces es deseable, en planchas de un solo lado, doble
lado y capas miltinles, poseer una superficie de la plancha termi-
neda complatauente no catalf{tice. Bn las figs. 11-15 se representan
blogues apropiados pars realizar tales planchas,

Asi, en la fig. 11 se representa un bloque que consiste en
una oase aislante catalitica 10 que dispone de una superficie alslan~-
te no catalitica 11 unida a la misma o formando parte integral con
ella. Ie superficie aislante no catalitica 11 serd por lo comin
conterming con la superficie contigua de la base 10, Bn la fig. 12
ge representa un blogue que comprende una base aislante catalitica
10 con superficies aislantes no cataliticas 11 adheridas o formando
perte integral de ambag superficies de la base 10. También aqﬁi, las
superficies aislantes no cataliticas 11 serdn de ordinario contérmi-
nas con las superficies contiguas de la bhase 10.

En Ja fig. 13 se representa un bloque que comprende una

base aislante catalitica 10 que dispone de una superficie aislante
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no catalitica inferior contérmina 11. Adherida a la superficie supe-
rior ¥ cbn preferencia contérmine con la misma se encuentra una fina
pelicula de metal 14.

En la fig. 14 se representa un blogue Gtil para la fabri-
cacidn de componentes de circuitos impresos que comprende una-bése
aislante catalftica 10 que posee una superficie aislante no catéli—
tica 11 contérmina con la misma. La superficie opuesta de la base
catalftica 10 comprende una capa adhesiva aislante catalitica 18 so-
bre la cual se sobrepone una fina pelicula de metal 4.

En la fig. 15 se representa otra forme de reslizacidn de
los blogues de este invento que comprende une base aislante catali-
tica 10 con una superficie aislante 11 que @8 no catalftice y una
seginda superficie aislante 18 que comprende un adhésivo alslante
catalitico del tipo aqui descrito.

En las figs. 16 y 17 se representan bloques adicionales
iddéneos pare ser usados en le preparscidn de circuitos impresos o
generalmente en la metalizacidn de sustratos pldstico. En la fig.
16, se muestra un blogue que comprende una base aislante catalitica
10 con una superficie compuesta por un adhesivo aislante catalitico
18.

En la fig. 17 se representa otro bloque compuesto por una
base aislante cetalitica 10; ambag de cuyas superficies comprénden
un adhesivo aislante catalitico 18. Los blogues de las figs. 16 y 17
son particularmente Utiles para formar las plenches de capas milti-
Ples representade en la fig. 10,

Con preferencia, en estas formar de realizacidn del inven-
t0 que reguieren un adhesivo catalftico 18, éste tomard la forma de

una, resine adhesive flexible del tipo gue se describe mds adelante.
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Una clars ventaja de estos blogues en la fabricacidn de
circuitos impreso: es gue pueden usarse para producir directcmente
fuertes y seguras planches de cireuitos impresos con orificios tras-
pasantes chepados. El uso de tales blogues slim;na las fases de pre-
iniciacidn y/o pre-sensibilizacidn de la préctica corriente juuto
con log problemas inherenies asociados o dicha prédetica.

Las bates aislantes cataliticas que contienen superficies
no cataliticas pueden formarse de distintos modos. Asi, la Tase ais-
lante catalftica podrie hacerse con una'minima cantidad de agente
cateli{tico & fin de asesurar que la superficie respective sea extre-
medanente rica en alslante y extremadamente pobre en catalizador.
Cuando se formen tal base o lawinados iupregnados con la misme teﬁ—
dranr superficies sensiblemente no cataliticas al depdsito de metal
no electrolitice.

Asimisnio, puede prepararse une base aislente catalitica

rica en catalizador y revestir despuds unz o ambas superficies res-

vectivas con une pelfcula o adhesivo gislante no catali{tica. Por e jenl-

plo, cuando se forma la base catalitica impregnando papel o sustra-

tos fibrosos, como por ejemplo fibra de vidrio, con resins cataliti-
ca, podriz sobreponerse.un revestimiento gélico final de resina no
catalitica sobre la estructure lawvineda durante la fabricacidn para
producir la superficie no catalftica. Asimismo, podria adherirse una
pelicule de resina no catalitica a los sustratos tras completar la
leminacidn.

En A; fig. 18, se represente ur lawinado con forro metdli-
co que dispone de un nificleo o base aislante catalftico 1C cubierte
por una {ins chaps de metal 14.

En b, se imprime el laminado por medio de un negativo de
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paso y repeticidn 16 con un material resistente el deido 15.
El aspecto del laminado tras la impresidn se muestrs en
C. A continuacidn, la chapa no protegida por el material resistente

al 4cido 15 es sometida a ateque quimico para Fformer un disefio conm

ductor 14-15 representado en la fig. 18D. Tras el ateque quimico,
se retira la capa resistente 15 dejendo un primer diseilo condactor
de chapa de metal 14 adherido & la base 10 segin se muesira en la
fig. 18E. En la fig. 18F, se sobrepone une capa de resina aislaﬁte
catalitica 19 sobre la base 10 y disefio de circuito 14. Segdn se mues-
tra en la fig. 18G, se imprime a continuacidn una capa negative 17
sobre la tinta catelitica 19 dejando expuesto un disefio positivo 9
de un segundo circuito impreso, Luego se disponen orificios 22 en el
panel en puntos intercomunicantes, segin se muestra en la fig. 18H.
Finelmente, se sumerge el panel en una solucidn de depdsito de metel
no electrolitico a fin de depositar metal no electrolitico 24 sobre
las paredes que rodean los orificios 22 y sobre el diseflo expuesto 9
de tinta catelitica 19 para formar un segundo disefio de circuito 54.
La capa resinosa 17 puede ser permanente o retirarse tras el depdsi-
to de metal no electrolitico. Bl disefio iwpreso puede formarse sobre
los bloques revestidos de metal de este invento de diversos modos.
Un procedimiento alternativo para fabricar plznchas de cir-
cuitos de dos lados, con orificios traspasantes chapados, usando el
material de base catalitico revestido de metel del presente invento
comprende las fases siguientes: Se imprime un disefio positive del
circulto deseado sobre la superficie del revestimiento de cobre em-
pleando una tinta- resistente a los deicdos; posteriormente se somete
a ataque quimico el metal de ambas superficies no protegido por la

tinta y se retira le capa respectiva., IEntonces se reviste el panel
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en ambas superficies con une cape-revestimiento aislante no catalf-
tica y se producen los orificios. A continuacidn se somete el panel
a depdsito no electrolitico para formar un depdsito de metel adheren—
te sobre las paredes laterales de los aificios, poniendo asi en con-
tacto y conectando log digefiog de circuito en ambos lados del panel.

Otra forma de realizacidén del presente invento es lg si-

.gulente: Se expone un bloque que comprende uns bese catalitica reves-

tida en ambas superficies con metal y provista de aberturas~orificiocs
en puntos preseleccionados a un bafio de depéeito de metal no elec-
trolitico para formar un depdsito fino y uniforme de metal sobre la
chapa y sobre las paredes laterales que rodean los orificice. Se im—
vpone unga -.capa de disefio negativo sobre la(s) superficie(s) y se so-
uete el blogue & un depdsito de metal electrolfitico para formar el
disefio de circuito deseado. Tras retirar la capa de cobertura, se so~
mete el blogue a una solucidn corrosiva durante un periodo de tiempo
suficiente para réetirar la chapa de cobre original expuesta. Con fre-
cuenciz, una superficie de cobre descubiertz no resulta adecuada y
puede ser necesario chapar el disefio de cireuito con plata, niquel,
rodio, oro, Estafio/FPlomo o metsles similares.

in otra forma de realizacidn, la base catalitica del ma-
terial laminado ha sido preperada o adecuadamente tratada a fin de
asegurar que sus superficies superior e inferior no sean cataliti-
cas. Se dispone en estas superficles una capa metédlica v se produce
un disefio de circuito empleando técnicas bien conocidas de impresidn
vy grabado al decido. Después de retirar la capa resistente a los dci~
dos, se sumerge el panel en un bafio de chapado no electrolftico & fin
de depositer unaz cape metdlica uniforme sobre la superficie de la

chapa que forma los conductores del circulto y sobre las paredes
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que rodean los orificios.

Se emples mzterial de base catalitico revestido con uns del-
gada capa metdlica para producir planchas de circuitos de la.sigulen—
te manera: Se dispone un disefio negativo en las superficiég:§ se per-
foran en puntos preseleccionados. A continuacidn se exponé"bi panel
e un bafio de chapado de metal no electrolitico para formarnuﬁ depdgi~
to de metal sobre la superficie metdlica. expuesta y les paréﬂes de
las aberturas. En una forme de realizacidn de este procedimiento se
expone el panel al bafio de chapado de metal no electrolitizo durante
un periodo de tiempo suficiente pare formar los conductores de dise=
flos de circuitos y depdsito de las paredes completamente mediante de—
péesito no electroliticc. En la otre forma de fealizacién, snlamente
se forma un fino depdsito no electrolitico y .o continuacidn se cuel=- ..
ga el molde como un electrodo en un bailo de chapado eleétrolitico pa-
ra depositar metal adicion2l sobre las paredes que rodean los orifi-
cios y también formar el disefio de cireuito. A continugeidn, se so-
mete el molde a un disolvente apropiado a fin de eliminer la mascara
de cobertura ¥ una solucidn corrosiva apropisda para elimingr la fina
capa metdlica original expuesta.

Usando un materizl cataelitico de revestimiento no metdlico
provisto de una superficie catalitica con preferencia consistente en
un adhesivo descrito anteriormente, se superpone una capas nezebiva del
circulito deseado sobre la superficie o superficles del bloque ¥ ori-
ficios que definen perforaciones traspasantes son dispuestos en los
lugares deseados. A continuacidén se expone el blogque a un depdsito de
chapado no electrolitico a fin de depositar metal sobre la zona de la
superficie no cubieria por la méscara de oovbertura y sobre las pare-

des laterales de los orificios.
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In otre forme de realizacidn, el material de base consiste
en un blogue catalitico de material aislante que posee superficies
no cataliticas. Se imprime la superficie de este blogue con una tin-
ta catelitica. Este circuito impreso puede formarse, por ejemplo,
mediante impresidn por pantalla o bien usando un esmelte seasible a
la luz que previamente ha sido hecho catalitico a la recepéién de
metal no electrolitico disolviendo o dispersando en el misuwo un agen-—
te catalftico al depdsito de metal no electrolitico. Con posteriori-
dad o antes de producir el disefio de circuito, se perforse &l blogque
en puntos que definen orificios traspasantes. Luegzo se expone el blo-
que = un bafio de chapado no electrolftico, segdn se deseribe ante-
riormuente.

Se comprenderd que en los blogues con forro metdlico o de
otro wodo revestidos de metal anteriormente descritos, la cape me-
tédlica puede estar constituida por cualquiera de los metales conduc-
tores bien conocidos que comprenden cobre, plata, oro, niguel, rodio,
aluminio y similares, incluso mezclas o aleaclones. |

Para la metalizacidn de plésticos, distinta de la fabrica-
¢idn de circuitns impresos, un blogue preferido consiste en una ba-
se aislante no costose cuyo interior es no catalitico, que posee un
zel catalitico u otro tipo de revestimiento catalitico sobre una o
aubas superficies. La capa o revestimiento catelftico podria molde-
arse o extrusionarse sobre una o aubas superficies de la bage ais-
lante no catalitica. Cuando fuera preciso, tal articulo podrie tra-
tarse para activar la parte de superficie catalitica, por ejemplo
mediznte tratawmiento con un agente de oxidacidn o degradaciln, tal
como dcido sulfirico, dcido crdmico, permangansto, y similar. Par-

. . . " ’
ticularmente apropiada es una mezcla acuosa de dcido sulfurico y cré-
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mico. ElL tratamiento con tales materiales produce microporos en la
superficie de la pelicula o capa catalitica, y expone el catalizador
poniéndolo en contacto con una solucidén de depdsito de metal no elec-
trolitico. Tales microporos mejoran también la adhesibn entre la ba-
se catalitica y el depdsito de metal no electrolitico depositada so-
bre la misma. El metal no electrolitico puede ser cobre no electroli-
tico, niquel no electrolitico, plata no electrolitica, orc no electro—
litico, o similer. EL uso de este bloque daria por resultads, por con-
siguiente, la produccidén econdmicz de articulos pldsticos metalizados,
toda vez que los agentes cataliticos costosos aquf descritos dnica-
ménte necesitan usarse en finas peliculas o capas sobre una-superfi—
cie o superficies de los articulos.

Teles articulog podrian fabricarse, por ejeuplo, mediante
un proceso de extrusidn. Aqui, el materisl catalitico podria extrusip%-
narse simultdneamente a modo de capa o piel sobre una base aislante
no catalitica. Asimismo, podria emplearse un procedimiento de moldeo
mediante el cual la pelicule catalitica podrfa moldearse por separa-
do o simulténeamente sobre una base aislante no catelftica. En arti- -
culos de egte tipo, la base aislante y la capa o pelicula superficial
podria ser del mismo o diferente sistema resinoso. Cuando se hecen la
base y la capa del mismo sistema resinoso, no existen distincidn o
discontinuidad alguna entre las peartes catalitica y no cetelitica de
la base moldeada o extrusionada. El hdcleo aislante no catalitico de
los artfculos que nos ocupan se forma con preferencia de resinas o
plésticos baratos y fdcilmente obtenibles, tales como acrilonitrilo-
butadieno-estinero (ABS), polidsteres, fendlicos tales como fenol
formaldehido, y similares. No obstante, es obvio que la base podris

estar constitufda por cualquiera de las resinasg descritas enteriormen=
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te iddneas para la produccidén de blogues aislantes. De forma simi-
lar, la pelicula o capa catalitica podria ser de cualquier resina o
sistemas resinosos asimismo descritos que tuviera disperso un agente

catalftico del tipo descrito. Por ejemplo, la pelfcula o capa cata~

1{tica podrfa corresponder a las férmulas resinosas facilitadas en

cualguiera de los ejemplos anteriores.

Conviene poner de manifiestp que las tintas contentivas
de agentes catalfticos aqui descritas podrfan usarse para producir
diseffios de circuitos iumpresos ixprimiendo un disefio positiveo sobre
lug superficies no cataliticas, y sometiendo a continuacidn la base
2 un depdsito de metai no electrolitico. Estas tintas corieativas
de agentes cataliticos poseen la ventajsa de ser no conducteras,

segin se puso y2 de manifiesto anteriormente.

Se reivindican como ﬁuevo y de propia invencidn:

1.~ Un procedimiento para la metalizacidn de sustratos
aislantes, caracterizado porque se utiliza un relleno catalftico
inerte, finamente dividido, que couprende mriticulas sdlidas insrtes
finamente divididas de un materisl cambiador de bhase que lleva aso-
ciado un catidn de un metal perteneciente a los srupos 1B y 8 del
Sistemra Periodico de los elementos, pudiendo ser el cambiador de ba-
ge un mzterial arcilloso del grupo de le uontuorillonita, bewtonita,
hectonita, saponita, atapulgita, ilita, vermiculita, zeolita y sus
mezclas, o bien silicatos aluwino metdlicos cristalinos o resinas

de cawbio catidnico, y las mezclas correspondientes.
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2.~ Un procedimiento, segin la reivindicacidn 1 en el que
el material cambiador de base es una resina de cambio catidnico que
contiene un grupo funcional que pertensce a los grupos sulfdénico,
fosfénico, carboxilico, fendlico y amino sustituidos o bien es un
silicato aluminico metdlico cristalino con abertura de poro entre
3 v 15 Angstroms de didmetro.

3.= Un procedimiento, segin reivindicaciones antefiores,
en el gque puede utilizarse como base un polvo de moldeo que lleva
asociado o mezclado el relleno catalitico, siendo dicha base aislan-
te una resina termoestables una resina termopldstica y mézclas co~

rrespondientes, estando prevista su preparacidn en forma 4o tinta

‘resinosa y siendo posible que sea fotoresistente.

4.~ Un procedimicnto, segin relvindicaciones anteriores,
en el que el matverial cambiadbr de base estd presente en cantidades
entre 0,001 y 70% en peso de la composicidn aislante, siendo dichae
base aislante un material inorgdnico o un& resina que posee uno o
mds de los grupos funcionales amino primerios (-NH ), amino secunda-
rios (>NH ), amino terciarios (®W-), grupos imino ( =HH), srupos
carboxilo ( ~COCH ), grupos nidroxilo ( -OH ), wrupos aldehido
( -CHO ), grupoz cetona ( U=0 ), zrupos eter (~C~0~C-), haldgenos
( =X ) y grupos sdlfoxilo ( 80 ).

5.~ Un procedimiento, segin reivindicsciones anteriores,
en el que estd previsto el que la composicidn aislante esté provis-
ta de una pelicula o chaps de metal sobre por lo menos una de sus
superficies, o bien de por lo menos una sbertura gque se extiende
desde por lo menos una de sus superficies hasta su interior, siendo
las paredes de dicha abertura receptivas respecto a 1 metzl deposi-

tado por medios no electroliticos al contacto de dichas paredes con
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una soluecién de chapadoe metdlico no electrolfitico.

6.~ Un procedimiento, segin reivindicaciones anteriores,
en el que la superficie estd provista de una capa de un adhesivo re-
sinoso flexible, siendo este catalitico respecto al depdsito de me-
tal por medios no electroliticos, siendo atribuibles 1as:p?bpieda—
des cataliticas a la presencia del relleno catalitico.

7.— Un procedimiento, segin reivindicaciones anteriores,
para la preparacidn de un articulo industrial que couprende una base
aislante cuyo interior es no catalitico respecto a la recepcidn de
metal depositado por medios no electricos, teniendo dicha bhase una
cape superficial que es catalitica respecto a la recepcidn de metal
depositado por redios no electricos, siendo atribuibles las propie-
dades catalf{ticas de la citada capa a la presencia en ella del re—
lleno.

8.= Un procedimiento, segin reivindicaciones anteriores,
en el que la base aislante puede comprender una resina de acriloni-
trilo-vutadieno-estireno y en el que estd previsto que la superfi-
cie esté exenta de propiedades cataliticas.

9.- Un procedimiento, segin reivindicaciones anteriores,
para la fabricacidn de circulitos impresos caracterizado por un blo=-
que aislante que comprende un material aislante que lleva digpersa-
do en é1 un relleno catalitico inerte, y en el que se prevee que
el material de bas e pueda llevar adherida una pelicula o chapa de
metal, pudiendo ser esta capa adhesiva un material resinosoc, flexi-
vle y catelitico. |

10.~ Un procedimiento, segin reivindicaciones anteiiores,
en el gque el material de base puede estar proviste de un adhesivo

catalitico o revestimiento metdlico, siendo el otro lado del blogue
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no catalitico, y en el que la capa metdlica es una peliculs de me-
tal depositade por medios no eléectricos.

11.- Un procedimiento, segin reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque esta previsto la fabricacidn de uns plancha de
circuitos que posee por lo menos ung abertura con paredeg.metaliza—
das producide en el material de base, pudiendo estar formada la
plencha de circuitos por capas miltiples ¥ en la que el revestimien—
o de paredes comprende una capa de cobre producida esenciglmente
por depbsito metdlico no electrolitico o, elternativemente, por
subsiguientes depdeitos no electroliticos y electroliticos.

- 12.~ PERFECCIONAMIENTOS EN LA METALIZACICN DE SUSTRATOS
AISLANTES.

Todo conforme queda descrito en la presente Mewmoria, que

conste de TREINTA Y SEIS HOJAS mecanografiadas por una de sus ca~

ras, debidamente foliadas y de sus correspondientes dibujos.

liadrid,
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